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【57】申請專利範圍
1.　一種被動元件的預形體之量產方法，包含以下步驟：一步驟(a)，是至少於一基板的一上
表面或一下表面上形成一具有一預定圖案的光阻層，該預定圖案具有一覆蓋該基板之上

表面或下表面的陣列，該陣列具有複數外觀形狀，且各外觀形狀沿一第一方向依序具有

彼此連接的一基座部、至少一橋接部與一本體部，該等外觀形狀之本體部是沿該第一方

向或沿一與該第一方向夾一預定角度的第二方向彼此間隔排列；及一步驟(b)，是對該基
板進行蝕刻，以令裸露於該光阻層之預定圖案之陣列外的基板被移除掉，並從而形成複

數基座與複數對應連接於各基座之被動元件的預形體，各基座具有一包括相反設置的一

第一側緣及一第二側緣的輪廓面，各被動元件的預形體包括一主體部及至少一連接部，

各主體部具有一包括相反設置的一第一側緣及一第二側緣的輪廓面，各連接部具有一包

括相反設置的一第一端與一第二端的輪廓面，各連接部的第一端與第二端是分別連接於

各自所對應之基座的第二側緣與各自所對應之主體部的第一側緣，以令各連接部的輪廓

面銜接於各自所對應之主體部的輪廓面與各自所對應之基座的輪廓面，且各主體部與各

自所對應之連接部為一體者。

2.　如請求項 1所述的被動元件的預形體之量產方法，其中，該步驟(a)所形成之光阻層的數
量是兩個，且該等光阻層之預定圖案的該等外觀形狀是彼此上下對準。

3.　如請求項 2所述的被動元件的預形體之量產方法，其中，該步驟(a)之該等光阻層的各外
觀形狀的橋接部的數量是兩個，各外觀形狀之橋接部的一寬度是沿該第一方向遞減，且

各外觀形狀之該等橋接部是沿該第二方向彼此間隔設置。

4.　如請求項 3所述的被動元件的預形體之量產方法，其中，至少形成於該基板之上表面的
光阻層之各外觀形狀的各橋接部於鄰近其本體部處形成有一缺口，且各缺口是自其橋接

部的一周緣沿該第二方向凹陷。

5.　如請求項 2至 4任一請求項所述的被動元件的預形體之量產方法，於該步驟(b)後，還包
含一步驟(c)與一步驟(d)，該步驟(c)是移除該等光阻層；該步驟(d)於該步驟(c)之後，且
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是於該等被動元件的預形體的該等連接部處，由上而下或由下而上分別施予一外力，使

各被動元件的預形體之連接部的第二端自各預形體之主體部的第一側緣斷裂，從而令各

被動元件的預形體之主體部自各連接部脫離。

6.　如請求項 2至 4任一請求項所述的被動元件的預形體之量產方法，其中，該步驟(a)之基
板是由一材質所構成，該材質是選自一以矽為主的材料或一金屬材料；該以矽為主的材

料是石英、矽晶圓、碳化矽，或氮化矽。

7.　如請求項 6所述的被動元件的預形體之量產方法，還包含一於該步驟(a)之前的步驟(a’)，
構成該步驟(a)之基板的材質是選自該以矽為主的材料，該步驟(a’)是至少於該基板的上表
面或下表面上形成一金屬保護層，該步驟(a)的光阻層是形成於該金屬保護層上。

圖式簡單說明

本發明之其他的特徵及功效，將於參照圖式的實施方式中清楚地呈現，其中：圖 1是一
立體分解圖，說明由台灣第 TW 201440090 A早期公開號發明專利案所公開的一種積層式電
感器；圖 2是一截面圖，說明該積層式電感器的製造方法的一步驟(A)；圖 3是一截面圖，說
明該積層式電感器的製造方法的一步驟(B)；圖 4是一截面圖，說明該積層式電感器的製造方
法的一步驟(C)；圖 5是一截面圖，說明該積層式電感器的製造方法的一步驟(D)；圖 6是一
截面圖，說明該積層式電感器的製造方法的一步驟(E)；圖 7是一截面圖，說明該積層式電感
器的製造方法的一步驟(F)；圖 8是一俯視示意圖，說明本發明被動元件的預形體的一第一實
施例；圖 9是一局部截面圖，說明以該第一實施例之被動元件之預形體所製作出的一電容
器；圖 10是一俯視示意圖，說明本發明被動元件的預形體的一第二實施例；圖 11是一俯視
示意圖，說明該第二實施例之被動元件之預形體之一主體部形成有複數溝槽的一態樣；圖 12
是一俯視示意圖，說明該第二實施例之被動元件之預形體之主體部形成有複數穿孔的另一態

樣；圖 13是一俯視示意圖，說明本發明被動元件的預形體的一第三實施例；圖 14是一沿圖
13的直線 XⅣ-XⅣ所取得的剖視示意圖；圖 15是一俯視示意圖，說明本發明被動元件的預
形體之量產方法的一實施例之一步驟(a)；圖 16是一沿圖 15的直線 XⅥ-XⅥ所取得的剖視示
意圖；圖 17是一俯視示意圖，說明該量產方法之實施例的一步驟(b)；圖 18是一沿圖 17的
直線 XⅧ-XⅧ所取得的剖視示意圖；圖 19是一俯視示意圖，說明該量產方法之實施例的一步
驟(c)；圖 20是一俯視示意圖，說明該量產方法之實施例的一步驟(d)。
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